5. BuS-Fachpodium

BAUGRUPPENFERTIGUNG

Die gesamte Wert-

schopfungskette

Ob man die Leistungsfahigkeit von Bu$ Elektronik fiir alle Bereiche der Wertschopfungskette in Anspruch nimmt oder in
einzelnen Segmenten einen kompetenten Partner braucht: Der Elektronikdienstleister aus Riesa hat das Zeug dazu, stets
die passende Losung anbieten zu kénnen — das vermittelte zumindest das 5. BuS-Fachpodium.

Moderne EMS-Dienstleistung umfasst alle
Bereiche der Entwicklung und Produktion
elektronischer Baugruppen und Systeme.
Als Kunde sollte man deshalb die Moglich-
keit haben, den Leistungsumfang in An-
spruch zu nehmen, der genau den eigenen
Vorstellungen entspricht. ,Wir liefern nicht
von der Stange, sondern fertigen nach
MaR,” betont Dr. Werner Witte (Bild 1),
Geschaftsfiihrer der BuS Elektronik in
Riesa.

Die Wertschopfungskette

als Dienstleistung

Zur Zeit zahlt der Dienstleister aus Sach-
sen rund 600 Mitarbeiter. Dabei sind allein
17000 m? des 45000 m? groRen Geléndes
fir die Produktion innerhalb der gesamten
Wertschopfungskette reserviert. Auf acht
Produktionslinien und zahlreichen Produk-
tionsinseln wurdenimJahr 2008 mehr als
2000 unterschiedliche Baugruppen und
Systeme mit einer Gesamtfertigungsmen-
ge von 16 Mio. Stiick an mehr als 200 Kun-
den ausgeliefert. Einige wurden bei BuS
entwickelt, etliche im Hause layouttech-
nisch begleitet und fiir fast alle wurde in
Absprache mit dem jeweiligen Kunden ein
Testkonzept erarbeitet. In wieder anderen
Fallen haben Kunden sich fiir ein Outsour-
cing entschieden und uns ihre gesamte
Elektronikfertigung anvertraut.

Die Fertigung bei BuS ist mit allen moder-
nen Standardausriistungen eines Elektro-
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Bild 1: Dr. Werner Witte, Geschiftsfiihrer der
BusS Elektronik in Riesa

nik-Dienstleisters ausgestattet. Die Verar-
beitungskapazitit betragt derzeit zirka
150 000 BE/h.

»Ein strategischer Gesichtspunkt ist dabei,
Reserven vorzuhalten, um kurzfristig un-
sere Fertigungskapazitat anzupassen.
Unser Versprechen ist die standige Vorhal-
tung von 10 bis 20 % Kapazitatsreserve zur
flexiblen und termintreuen Auftragserfiil-
lung,“ so Witte. ,Hohere Bedarfsspitzen
decken wir innerhalb weniger Wochen ab.
Flexible Arbeitszeitmodelle gewahrleisten
zusatzlich kurzfristige Reaktionen auf Be-
darfsschwankungen.”

Die Verarbeitbarkeit von Komponenten
reicht von 0402-Chips tiber ICs mit 0,4 mm
Raster, BGAs, Keramiksubstrate, Flex-
Leiterplatten, libergrofRe Leiterplatten
(610 mm x 534 mm), Abschirmbleche,
Aluminium-Leiterplatten, etc. bis hin zu
vielen exotischen Bauelementen, die

Bild 2: Dr. Werner J. Maiwald, Geschaftsfiihrer
der BuS Elektronik in Riesa

oft nur manuell verarbeitet werden
konnen.

Fertigungsiibernahmen

sind Vertrauenssache

Damit die Fertigungsverlagerung vom
OEM zum Dienstleister zu einer dauerhaf-
ten Partnerschaft fiihrt, sind eine gute
Vorbereitung und eine griindliche Priifung
des Outsourcing-Partners angeraten. Ne-
ben den technischen Voraussetzungen
missen auch die Soft Facts nachhaltig
zusammenpassen. Der Begriff Partner-
schaft nimmt einen hohen Stellenwert
ein. Mit einem Einkaufsvolumen von ak-
tuell mehr als 60 Mio. Euro kdnnen die
Dienstleister aus Riesa giinstigste Mate-
rialpreise anbieten. Daruiber hinaus bietet
man komplette Logistikaufgaben an, wie
z.B. Kanban-Lésungen mit der elektroni-
schen Ubertragung der Bedarfszahlen, p

21



BAUGRUPPENFERTIGUNG

54

Bild 5: Das BuS-Areal in Riesa

Konsignationslager, die sowohl als exter-
ne Kundenlager als auch bei BuS Elektro-
nik eingerichtet werden.

Das 5. BuS-Fachpodium

Im Kreis ausgesuchter Kunden und Gaste
(Bild 3) veranstaltete die BuS Elektronik
ihr mittlerweile 5. BuS-Fachpodium mit
Beitragen, einer Podiumsdiskussion und
einem Fertigungsrundgang, der jede Men-
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ge Moglichkeit zu Fragen und Antworten
lieR.

Die Technologien der Zukunft

Zu diesem Thema referierte Prof. Mathias
Nowottnick (mathias.nowottnick@uni-
rostock.de), Universitat Rostock, Direktor
des Institutes fiir Geratesysteme und
Schaltungstechnik. Dabei gibt es viele
technologischen Entwickelungen, die auch

die Elektronik verandern konnten, wie z.B.
Nanomaterialien oder das Mikrowellen-
I6ten, vielleicht integriert in eine konven-
tionelle Reflowl6tanlage.

Die selektive Kiihlung mittels Glycerin oder
Parafin konnte zum Einsatz kommen. Man
nutzt dabei die Enthalpie von Fliissigkeiten,
also die Verdampfungs- und die Schmelz-
warme fiir so einen selektiven Warmepro-
zess. Erste Lacke mit schmelzbaren Fiillstof-
fen sind bereits in der Erprobung.
Embeded Flipchips in der Leiterplatte wa-
ren sehr bestandig gegen mehrfache L6t-
zyklen und Reaktionslote kénnten fiir
neue sogenannte Diffusionslétverfahren
zum Einsatz kommen.

Der Bauteilemarkt der Zukunft
Kaufen wir zukiinftig Bauteile glinstiger
ein? Dazu duBerte sich Georg Steinberger,
Avnet Vice President Communication und
Prasident des FBDI. Europa werde fiir die
Halbleiterherstellerimmer mehr zum Ni-
schenmarkt. Das dndert sich auch nicht
durch die momentane Krise. Aber die Vo-
raussetzungen, mit weniger Blessuren als
2001 wieder in den griinen Bereich zu
kommen sehen weitaus besser aus.

Die Fertigungsstrategie

der Zukunft

Warum Kunden durch das BuS-Outsour-
cing-Konzept bis heute schon tiber 65 Mio.
Euro eingespart haben, diskutierte Dr.
S. Weyhe, Geschaftsfiihrer des FED mit
Kunden der BuS Elektronik und Gasten
(Bild 4).

Nach wie vor gibt es Unternehmen, die
auf keinen Fall teilweise oder auch ganz
ihre Fertigung outsourcen mochten. Wer
sich aber nach reiflicher Uberlegung z.B.
die BuS Elektronik als Partner herausge-
sucht hat, ist zufrieden, vor allem auch
wenn es kurzfristig um mittlere Serien
oder hohe Qualitatsanforderungen geht,
die man im eignen Hause nur mithsam
erflillen kann oder ganz einfach, wenn
man einen verldsslichen Partner benétigt,
der die Fertigung in voller Verantwortung
lbernehmen kann.
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